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内容概要

本书系统介绍了集成电路器件电子学，其内容可分为两部分：第一部分是学习半导体器件必须的知识
，包括半导体物理和工艺的基本知识，以及金属-半导体接触和pn结理论；第二部分系统深入地阐述
了双极晶体管和MOS场效应晶体管的工作原理和特性。
书中每章后有大量的习题，供读者加深理解所学的知识。
    本书可作为高等学校微电子专业本科生和研究生相应课程的教科书或参考书，也可供在相关领域工
作的专业技术人员参考。
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作者简介

Richard S.Muller，自20世纪60年代早期硅集成电路发明以来，Richard S.Muller一直从事这一领域的研究
工作。
他于1962年在加州理工学院获得博士学位。
此后加入加州大学伯克利分校，进行前瞻性的研究与教学工作。
通过与校内的电路设计人员，器件专家和工艺人员的合作，以及
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